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Z elektronikai  aramkoridkben

hasznalt félvezetdk, mint példaul a
LED-ek, vagy a meghajtasukhoz
szilkséges komponensek hot
termelnek, ennek megfeleld és gyors
elvezetése, az eszkoz  hiitése
kulcsszerepet jatszik az élettartam, a
megbizhatésag és a  hatasfok
maximalizalasaban. A magas
hatasiokra valo torekvés miatt
altalaban nincs lehetdséy a hiitéshez
energiat kivonni a rendszerhdl, csak
passziv megoldas johet szoba. A
megoldas a hiitéhorda hasznalata. A
szokasos hordazott aluminium és réz
hiitdbordak hizonyos teriileteken
szamos hatrannyal hirnak a mikro-
porézus keramia alapi valtozatokkal
szemhen, ilyenek példaul a tomegy, az
egységnyi térfogatra vetitett
hokapacitas és az aktiv hiitbfeliilet
nagysaga is. A keramia alapanyag a
hiitdbordak keét alapvetd jellemzojét
tamogatja: az elektromos szigeteld
képességet és a hatékony hienergia
elvezetést. Ezek melett timogatja méy
a rendszer elektromagneses kompa-
tibilitasat, UV és  korrozioallo.
irasunkban az ABC Taiwan Electronics
szabadalman  alapulé  keramia
hiitohordak jellemzéit mutatjuk he.

- [74 e s - -

Az elektronikai komponensekben
keletkezé hot a lehetd leggyorsabban el
kell vezetni, mert ha ez a tokozason beliil
marad, az eszkd6z megbizhatosaga,
¢lettartama és hatasfoka is jelentOsen
csokken. A kiilsé hiités aktiv és passziv
modszerrel is megvalodsithatd. EISbbi
esetben kiilsé kozvetité kozeg (folyadék,
vagy gaz) energia-felhasznalassal jard
aramoltatasaval hithetjik az alkatrészt,
ez a befektetett hasznos energia rovasara
megy, és a hatasfokot csokkenti. (A hiités
fenntartasahoz sziikséges energiat az
eszkdz tapldlasara szant energia egy
része biztositja.)

Ha hosszl élettartamu, mozgd elemeket
nem tartalmazé gazdasdgos megoldasra
van sziikség, mint példaul LED alapt
vilagitastechnikai  rendszerekben, a
passziv hiités jo hdvezetd és nagy
héleadd feliilettel rendelkezd hiitéborda
hasznalataval valosithaté meg.

Az aluminium és réz htébordak az
iparban nagyon elterjedtek, de az idealis
anyag elektromosan szigeteld,
mindemellett viszonylag j6 hdvezetd

kell, hogy legyen. Fém hiitdbordakkal

operalva kiilonboz6 lakk és védorétegek

alkalmazasara van sziikség, ami a
gyartas  soran  plusz
koltségeket
potencialis veszélyt jelent ezek levalasa,

technologiai
lépéseket, feltételez  és
valamint a korr6zié és a kiilonb6z6

termikus egyiitthatokbol eredd




degradalodas veszélye is.
A rétegek
akadalyozhatjak,

atmenetei a hOvezetést

ezaltal novelve a

rendszer termikus ellenallasat.

A LED hiitorendszer rendszer termikus
viselkedése

A LED P-N atmenetén keletkez6 ho

allando aram( héforrasként
értelmezhetd, emiatt az  atmenet
hOémérséklete elérheti a kiils6

hémerséklet feletti (T,,) kritikus T,
(junction) értéket.

A jelenség leirhatd az elektromos
halézatokkal analog modon, ahol a
héenergia megfeleltethetd az elektromos
hatasara

aramnak, a fellépd

hémérsékletvaltozas pedig az
elektromos fesziiltségesésnek.

Az Ohm tdrvény hétani valtozatanak
megalkotasahoz be kell vezetni az
elektromos ellenédllassal analog, az
anyagra jellemz6 termikus ellenallas
fogalmat. Minél nagyobb hdenergia

aramlik at az adott termikus ellenallasa

anyagon, annal nagyobb lesz a
hOémérsékletemelkedés:
-_p *
Tj—a_Pd Rth(j-a)
ahol:
P,: a disszipalt teljesitmény [W]
T..: a P-N atmenet hémérsékletének a kiilsé

o
hémérsékletet meghalad6 része [°C]

Ry @ P-N atmenettdl a kdrnyezé levegbig
terjed6 rendszer teljes termikus ellenallasa [°C/W]
LED P-N

Amikor a tervez6 a

atmenetének hémérsékletét adott terhelés
mellett a kritikus szint alatt szeretné
tartani, az egyetlen lehetdség a teljes
ellenallasanak

egyes
atmenetek termikus ellenallasainak az

rendszer termikus

minimalizalasa, amely az
ered6je: a P-N atmenet és a tokozas
Ry, (j_c)), a tokozas ¢és a kiils6 szigetelés,
a szigetelés és a hiitéborda, a hiitdborda
és a levegd kozti termikus ellenallasok
Osszege.

Nincs méd a R, oy valtoztatasara, bar
ez altalaban amugy is alig szamottevd a
tobbi  termikus  ellenalldss  mellett,
azonban igenis befolyasolhatd a tdobbi
atmenet termikus ellenallasa R, ami

a hiitéborda feladata.

th (c-a)

A ho elsésorban a hdvezetés és hoatadas
utjan tavozik, de a sugarzas is fontos
szerepet jatszik. Emiatt az idealis
hitétonk  hoellenallasa  kicsi a  jo
hévezetés biztositasara, és nagy holeadd
feliilettel rendelkezik, ami a hdatadas és
a sugarzast segiti.

Az alkatrész tokozédsa és az érintkezd
feliilet (pl. hiitéborda, vagy mica, esetleg
mianyag szigetelés) kozé esetlegesen
beszorult 1égzarvanyok okozta atmeneti
termikus ellenallas ndvekedés
kikiiszobolésére természetesen sziikséges
a specialis hdvezeté paszta hasznalata.
Ez biztositja az atmenetek szamara
legkedvez6bb termikus kapcsolodast, de
a teljes Ry, minimalizalasaban a
hitéborda

kialakitasa jatszik

kulcsszerepet.




Keramia hiitobordak

Manapsag az anyagtechnologia mar
lehetévé teszi olyan kisebb méretii és
tomegli  mikro-porézuskeramia  hiito-
tonkok kialakitasat, melyek alkalmasak
a keletkezett hot
hatékonyabban disszipalni, mint ahogy

gyorsabban  és

azt a hagyomanyos fém valtozatoknal
megszokhattuk.

Altalanos szerkezet
Szabélyos elrendezés

Mikro-pérusos szerkezet
Szabalytalan elrendezés

A mikro-porusos szerkezet nagy hatasos
héleado feliiletet eredményez, igy az
ilyen tipusi hiték hodleadd képessége
nagysagrendekkel novekszik.
Az MPC (micro porous ceramics)
rendkivill nagy feliileten érintkezik a
levegbvel és a hdatadas és sugarzas
szamara idealis feltételeket biztosit. Ez
kulcsfontossagl a passziv hiitésben.

Az MPC hatasos héleado feliilete min.
30%-al nagyobb, mint a fém tonkokeé,
igy ugyanannyi idé alatt tobb ho
leadasara képes.

Ha a szokésos borazott kialakitasa fém
hatébordakkal hasonlitjuk Ossze, az
MPC keramiahiitd kisebb, konnyebb
mégis jobb hdleadési tulajdonsagokkal
rendelkezik.

A tablazatbdl azt olvashatjuk ki, hogy az

Siirliség  Hovezetés Hokapacitas
(glce) (W/m-k) (J/g-°C)
Cu 8.96 385 0.385
Al 2.7 210 0.9
MPC 3.1 125 0.67

aluminium ¢és a réz Onmagaban jobb
hovezetd képességli €s a réz alacsonyabb
hékapacitasu is, mint az MPC, viszont
egységnyi térfogatra vetitve a helyzet

megvaltozik:
Terfogat ~ Témeg Jgig:gi;l
(ecm3) (9) hékapacitas
Cu 1 8.96 3.45
Al 1 26 243
MPC 1 3.1 2.08
Ahogy az a tablazatban latszik,
egységnyi térfogatra vetitve az MPC a
legalacsonyabb  hdkapacitas  értékkel

rendelkezik, a mi azt jelenti, hogy
rovidebb ideig tartja a hot, azt hamarabb
képes leadni. Emellett tdmege is sokkal
alacsonyabb a rézénél és alig magasabb
az aluminiuménal.

Ha &sszehasonlitjuk egy IC kiilonb6z6
anyagi hitébordaval (Al, Cu, MPC)
torténd hitését lathatd, hogy az MPC
melegszik fel a legkevésbé (Isd. dbra).
Meg kell azonban jegyezni, hogy az
MPC hévezetd képessége (125 W/mK)
onmagaban  gyengébb, mint az
aluminiumé (210W/mK) vagy a rézé
(385mK). Emiatt az MPC nem igazan
hasznalhatd nagy teljesitményi LED
(5W felett) hiitésére, mert ezekben az
esetekben a hovezetésnek nagy szerepe
van a hitésben, itt a bordazott fém
hiit6tonkok jobban hasznalhatoak.
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Alacsonyabb teljesitmények esetében
azonban az MPC
képessége és

extrém héleadd
egyéb elényds
tulajdonsagai jobban megmutatkoznak.
Koznapi megfogalmazassal ¢élve az
MPC verhetetlen a hé levegdbe valod
disszipalasaban, de gyengébb a ho
elvezetésében.

Egy kisméretd fém hdévezetd lapka és

keramia hit6tonk kombinacidja idealis
lehet
nehéz fém hiitéborda alkalmazasanak.

alternativaja egy nagyméretl,
Alacsonyabb teljesitmények esetén a
MPC hiitéborda hémérséklete végig a
fém valtozatoké alatt marad. Mivel a
hiitéborda
szigeteld anyagu (egészen AC 5,000 V-

keramia elektromosan
ig), az antenna effektus nem jelentkezik,

emiatt a rendszer -elektromagneses
kompatibilitasa nodvekszik, nem kell
EMC/EMI konzekvenciakkal szamolni.

A pordzus anyagszerkezet miatt a
héleado feliilet sokkal magasabb, mint
fémek esetén ¢és a kisebb sziikséges
méret és tomeg miatt komoly hely- és
koltségmegtakaritasok érhetdk el a fém
valtozatokhoz képest. Raadasul ez a
konnyl és vékony (2 mm) borda gyartas
soran konnyen alakithato, igy valtozatos
kivitelekben kaphato.

Mivel egyszerli a gyartastechnoldgiaja,

formakban és

alapanyaga a fémeknél sokkal olcsobb,
komoly megtakaritasokat érhetiink el
hasznalatukkal. A habositott aluminium
¢és keramia hiitobordak tulajdonsagai az
alabbiakban hasonlithatok dssze:

* A

kapacitasa

habositott ~ aluminium  hdéleadasi
SW/em2, igy az
konvekcios hdvezetési tényezd 0.5W/cm2°C.
* Az MPC héleadas kapacitasa 229.1W/cm?,
igy az ekvivalens konvekeiés hdvezetési
tényez6 12.06W/cm?°C.

Ebbdl MPC

alapanyagu htt6borda jobban teljesit az SW-

ekvivalens

megallapithatdo, hogy az

nal alacsonyabb teljesitményl félvezetokben

keletkezett h6 disszipalasaban.






